
MCP3421
I2Cインターフェイスおよび電圧リファレンス内蔵

18ビット A/Dコンバータ

ご注意：この日本語版ドキュメントは、参考資料としてご使用の上、最新情報に
つきましては、必ず英語版オリジナルをご参照いただきますようお願い
します。
特徴

• SOT-23-6 パッケージ採用 18 ビット ADC
• 差動入力動作

• 毎回変換時に内部オフセットとゲインを自己校正

• 電圧リファレンス内蔵 :
- 精度 : 2.048 V ± 0.05 %
- ドリフト : 15 ppm/°C

• プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) 内蔵 :
- ゲインを 1、2、4、8 から選択 

• クロック オシレータ内蔵

• INL: フルスケール レンジ (FSR) の 10 ppm (FSR = 
4.096 V/PGA)

• 設定可能なデータ レート :
- 3.75 SPS (18 ビット )
- 15 SPS (16 ビット )
- 60 SPS (14 ビット )
- 240 SPS (12 ビット )

• ワンショット変換モードと連続変換モード

• 低消費電流 : 
- 145 µA (typical) 

(VDD= 3 V、連続変換モード時 )
- 39 µA (typical)

(VDD= 3 V、1 SPS のワンショット変換モード時 )
• I2C シリアル インターフェイスをサポート :

- 標準、ファースト、ハイスピード モード

• 単電源動作 : 2.7 ～ 5.5 V
• 拡張温度レンジ : -40 ～ +125 °C

代表的なアプリケーション

• 携帯型計器

• 重量はかり、バッテリ残量ゲージ

• RTD、サーミスタ、熱電対による温度測定

• 圧力、歪み、各種力計測用ブリッジ センシング

パッケージ タイプ

内容

MCP3421 は、最大 18 ビットの分解能に対応した差動
入力、シングル チャンネルの低ノイズ、高精度  A/D
コンバータで、パッケージには小型の SOT-23-6 を採
用しています。高精度の 2.048 V 基準電圧により、差
動入力レンジ ± 2.048 V を実現します ( voltage =
4.096 V)。本デバイスは 2 線式 I2C 互換シリアル イン
ターフェイスを使用し、2.7 ～ 5.5 V の単電源で動作し
ます。

MCP3421 デバイスは、ユーザ設定可能なコンフィグ
レーション ビットに応じて 3.75、15、60、240 SPS 
( サンプル毎秒 ) で変換を実行し、2 線式 I2C シリアル
インターフェイス経由で結果を出力します。また、本
デバイスはプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を内
蔵しています。PGAゲインは、A/D変換実行前に1/2/4/8
倍のいずれかを選択できます。これにより、MCP3421
デバイスは、微弱な入力信号も高い分解能で変換でき
ます。本デバイスは、(a) 連続変換モードと (b) ワン
ショット変換モードの 2 つの変換モードをサポートし
ます。ワンショット変換モードでは、変換を 1 回実行
した後、自動的に低消費電流のスタンバイ モードに移
行します。これにより、アイドル時の消費電流が大幅
に低減します。

MCP3421 デバイスは、シンプルな設計、低消費電力、
フットプリントの小型化が特に重視される高精度 A/D
データ変換アプリケーションに幅広く利用できます。
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MCP3421
1.0 電気的特性

1.1 絶対最大定格 †

VDD .................................................................................7.0 V

全ての入出力 w.r.t VSS ...............................–0.3 ～ VDD+0.3 V

差動入力電圧 ........................................................ |VDD - VSS|

出力短絡電流 ..................................................................  連続

入力ピン電流 ................................................................±2 mA

出力ピンおよび電源ピン電流 .....................................±10 mA

保管温度.......................................................... -65 ～ +150 °C

通電中の周囲温度 ........................................... -55 ～ +125 °C

全ピンの ESD 保護 6 kV HBM、400 V MM

最高接合部温度 (TJ) ................................................... +150 °C

† Notice: 左記の「絶対最大定格」を超える条件は、デバイ

スに恒久的な損傷を招く可能性があります。これはストレス

定格です。本仕様書の動作表に示す条件または上記から外れ

た条件でのデバイスの運用は想定していません。長期間にわ

たる最大定格条件での動作や保管は、デバイスの信頼性に
影響する可能性があります。

1.2 電気的仕様

電気的特性

電気的仕様 : 特に明記がない限り、全てのパラメータには条件 TA = -40 ～ +85 °C、VDD = +5.0 V、VSS = 0 V、VIN+ = VIN- = VREF/2
を適用します。全ての ppm 単位は差動フルスケールレンジとして 2*VREF を使用します。

パラメータ 記号 最小値 代表値 最大値 単位 条件

アナログ入力 

差動入力レンジ — ±2.048/PGA — V VIN = VIN+ - VIN-

コモンモード電圧レンジ

( 絶対 ) (Note 1)
VSS-0.3 — VDD+0.3 V

差動入力インピーダンス 
(Note 2)

ZIND (f) — 2.25/PGA — M ノーマルモード動作時

コモンモード入力

インピーダンス

ZINC (f) — 25 — M PGA = 1、2、4、8

システム性能

分解能およびモーミッシング

コード (Note 8)
12 — — Bits DR = 240 SPS

14 — — Bits DR = 60 SPS

16 — — Bits DR = 15 SPS

18 — — Bits DR = 3.75 SPS

データレート (Note 3) DR 176 240 328 SPS S1、S0 = ‘00’、(12ビットモード )

44 60 82 SPS S1、S0 = ‘01’、(14ビットモード )

11 15 20.5 SPS S1、S0 = ‘10’、(16ビットモード )

2.75 3.75 5.1 SPS S1、S0 = ‘11’、(18 ビットモード )

出力ノイズ — 1.5 — µVRMS TA = +25 °C、DR = 3.75 SPS、
PGA = 1、VIN = 0 

積分非直線性 (Note 4) INL — 10 35 FSR の
ppm

DR = 3.75 SPS
(Note 6)

内部基準電圧 VREF — 2.048 — V

Note 1: この電圧よりも低いまたは高い入力電圧では、入力ピンに ESD 保護ダイオードからのリーク電流が発生します。

このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。

2: この入力インピーダンスは、3.2 pF の内部入力サンプリング コンデンサに起因します。

3: 総変換速度は、オフセットとゲインの自動校正を含みます。

4: INL は、量子化幅の中央における端線と測定コードの差を表します。

5: 内蔵 PGA と VREF の総エラーを含みます。

6: フルスケール レンジ (FSR) = 2 x 2.048/PGA = 4.096/PGA
7: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。

8: このパラメータは設計値であり、完全に試験で確認した値ではありません。
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MCP3421
ゲインエラー  (Note 5) — 0.05 0.35 % PGA = 1、DR = 3.75 SPS

PGA ゲインエラー マッチ 
(Note 5)

— 0.1 — % 任意の 2 つの PGA 間

ゲインエラー ドリフト  
(Note 5)

— 15 — ppm/°C PGA=1、DR=3.75 SPS

オフセット エラー VOS — 15 40 µV PGA=1、VDD = 5.0 V、DR = 3.75
SPS でテスト

温度に対するオフセット 
ドリフト

— 50 — nV/°C VDD = 5.0 V

コモンモード除去比 — 105 — dB DC、PGA = 1

— 110 — dB DC、PGA =8、TTA = +25 °C

VDD に対するゲイン — 5 — ppm/V TA = +25 °C、VDD = 2.7 ～ 5.5 V、
PGA = 1

DC 入力での電源電圧変動

除去比

— 100 — dB TA = +25 °C、VDD = 2.7 ～ 5.5 V、
PGA = 1

電源要件

電圧レンジ VDD 2.7 — 5.5 V

変換中の消費電流 IDDA — 155 190 µA VDD = 5.0 V

— 145 — µA VDD = 3.0 V

スタンバイ モード中の消費

電流

IDDS — 0.1 0.5 µA

I2C デジタル入出力

HIGH レベル入力電圧 VIH 0.7 VDD — VDD V

LOW レベル入力電圧 VIL — — 0.3 VDD V

LOW レベル出力電圧 VOL — — 0.4 V IOL = 3 mA、VDD = +5.0 V

入力のシュミットトリガ 
ヒステリシス (Note 7)

VHYST 0.05 
VDD

— — V fSCL = 100 kHz

I2C バスライン アクティブ時の

消費電流

IDDB — — 10 µA

入力リーク電流 IILH — — 1 µA VIH = 5.5 V

IILL -1 — — µA VIL = GND

ピン容量および I2C バス容量

ピン容量 CPIN — — 10 pF

I2C バス容量 Cb — — 400 pF

電気的特性 ( 続き )

電気的仕様 : 特に明記がない限り、全てのパラメータには条件 TA = -40 ～ +85 °C、VDD = +5.0 V、VSS = 0 V、VIN+ = VIN- = VREF/2
を適用します。全ての ppm 単位は差動フルスケールレンジとして 2*VREF を使用します。

パラメータ 記号 最小値 代表値 最大値 単位 条件

Note 1: この電圧よりも低いまたは高い入力電圧では、入力ピンに ESD 保護ダイオードからのリーク電流が発生します。

このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。

2: この入力インピーダンスは、3.2 pF の内部入力サンプリング コンデンサに起因します。

3: 総変換速度は、オフセットとゲインの自動校正を含みます。

4: INL は、量子化幅の中央における端線と測定コードの差を表します。

5: 内蔵 PGA と VREF の総エラーを含みます。

6: フルスケール レンジ (FSR) = 2 x 2.048/PGA = 4.096/PGA
7: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。

8: このパラメータは設計値であり、完全に試験で確認した値ではありません。
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MCP3421
温度仕様
電気的仕様 : 特に明記がない限り、TA = -40 ～ +85 °C、VDD = +5.0 V、VSS = 0 V とします。

パラメータ 記号 最小値 代表値 最大値 単位 条件

温度レンジ

仕様温度レンジ TA -40 — +85 °C

動作温度レンジ TA -40 — +125 °C

保管温度レンジ TA -65 — +150 °C

パッケージ熱抵抗

熱抵抗、6L SOT-23 JA — 190.5 — °C/W
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MCP3421
2.0 代表性能曲線

Note:  特に明記がない限り、TA = -40 ～ +85 °C、VDD = +5.0 V、VSS = 0 V、VIN+ = VIN- = VREF/2 とします。

図 2-1: 電源電圧 (VDD) に対する INL

図 2-2: 温度に対する INL

図 2-3: 温度に対するオフセット エラー

図 2-4: 入力電圧に対する出力ノイズ

図 2-5: 入力電圧に対する総合エラー

図 2-6: 温度に対するゲイン エラー

Note: 下図表は限られたサンプル数に基づく統計的な結果であり、情報の提供のみを目的としています。ここ
に記載されている性能特性は検証されておらず、保証されません。下図表の一部には、仕様動作レンジ
外で計測されたデータも含まれます ( 例 : 仕様レンジ外の電源を使用 )。従ってこれらのデータは保証範
囲外です。
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MCP3421
Note:  特に明記がない限り、TA = -40 ～ +85 °C、VDD = +5.0 V、VSS = 0 V、VIN+ = VIN- = VREF/2 とします。

図 2-7: 温度に対する IDDA

図 2-8: 温度に対する IDDS

図 2-9: 温度に対する IDDB

図 2-10: 温度に対するオシレータ ドリフト

図 2-11: 周波数応答
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MCP3421
3.0 ピンの説明

ピンの割り当てを表 3-1 に示します。

表 3-1: ピン割り当て表  

3.1 アナログ入力 (VIN+、VIN-)

VIN+ と VIN- は差動信号入力ピンです。MCP3421 デバ
イスは、入力ピン VIN+ および VIN- に接続された完全
差動アナログ入力信号を受け付けます。変換される差
動電圧は VIN = (VIN+ - VIN-) と定義されます。VIN+ は
VIN+ ピンの印加電圧、VIN- は VIN- ピンの印加電圧を
表します。シングルエンド動作時は VIN- ピンを VSS に
接続します。差動接続とシングルエンド接続の例は、
図 6-4 を参照してください。

入力信号レベルは、変換前にプログラマブル ゲイン ア
ンプ (PGA) によって増幅されます。正確な計測を行う
には、差動入力電圧が (VREF/PGA) の絶対値を超えな
いようにします。VREF は内部基準電圧 (2.048 V)、PGA
は PGA のゲイン設定を表します。入力レンジが
(VREF/PGA) を超えるとコンバータの出力コードは飽
和します。

各差動入力ピンの絶対電圧レンジは、VSS-0.3 V ～
VDD+0.3 V です。このレンジ外の電圧を印加すると、
各入力ピンの ESD 保護ダイオードにリーク電流が発
生します。この ESD 電流により、デバイスが予測で
きない挙動を示す事があります。アナログ入力のコモ
ン モードを選択する際は、各ピンの差動アナログ入力
レンジと絶対電圧レンジがいずれも 1.0「電気的特性」
と 4.0「デバイスの動作の説明」に記載された仕様の
範囲内となるようにします。

入力電圧レンジの詳細は、4.5「入力電圧レンジ」を参
照してください。

図 3-1 に、デバイスの入力回路を示します。本デバイ
スは、フロント エンドでスイッチト キャパシタ入力段
を使用します。CPIN はパッケージのピン容量で、約
4 pF (typ.) です。D1 と D2 は ESD 保護ダイオードです。
CSAMPLE は差動入力サンプリング コンデンサです。

3.2 電源電圧 (VDD、VSS)

VDDはデバイスの電源ピンです。このピンは、約0.1 µF
( セラミック ) の適切なバイパス コンデンサを用いて
グランドに接続する必要があります。高周波ノイズが
発生するアプリケーションでは、ノイズを減衰するた
めに 10 µF コンデンサ ( タンタル ) を並列に追加する
事を推奨します。仕様性能を確保するには、電源電圧
(VDD) を 2.7 ～ 5.5 V に維持する必要があります。

VSS はグランド ピンで、デバイスの戻り電流経路とな
ります。VSS ピンは低インピーダンスの配線でグラン
ド プレーンに接続する必要があります。アプリケー
ションのPCB (プリント基板 )でアナログ グランド パ
スが使用可能な場合は、VSS ピンをアナログ グランド
パスに接続するか、プリント基板のアナログ グランド
プレーン内で絶縁する事を強く推奨します。

3.3 シリアル クロックピン (SCL)

SCLは I2Cインターフェイスのシリアル クロックピン
です。MCP3421 は常にスレーブとして動作し、SCL
ピンは外部シリアル クロックのみを受け付けます。マ
スタ デバイスからの入力データは SCL クロックの立
ち上がりエッジでSDAピンにシフトインし、MCP3421
からの出力はSCLクロックの立ち下がりエッジで行わ
れます。SCL ピンはオープンドレインの N チャンネル
ドライバです。従って、VDD ラインから SCL ピンへ
のプルアップ抵抗が必要です。I2C シリアル インター
フェイス通信の詳細は、5.3「I2C シリアル通信」を参
照してください。

MCP3421 記号 説明

1 VIN+ 正差動アナログ入力ピン

2 VSS グランドピン

3 SCL I2C インターフェイスのシリアル クロック入力ピン

4 SDA I2C インターフェイスの双方向シリアル データピン

5 VDD 正電源電圧ピン

6 VIN- 負差動アナログ入力ピン
 2009 Microchip Technology Inc. DS22003E_JP - p. 9



MCP3421
3.4 シリアル データピン (SDA)

SDA は I2C インターフェイスのシリアル データピン
です。SDA ピンはデータの入力と出力の両方に使用し
ます。読み出しモードでは、変換結果を SDA ピンか
ら読み出します ( 出力 )。書き込みモードでは、デバイ
スのコンフィグレーション ビットを SDA ピンに書き
込みます ( 入力 )。SDA ピンはオープンドレインの N
チャンネル ドライバです。従って、VDD ラインから
SDA ピンへのプルアップ抵抗が必要です。
START/STOP 条件時を除き、クロックが High の間は
SDA ピンのデータは安定している必要があります。
SDA ピンの状態 (high または low) が変化して良いの
は、SCL クロック信号が low の時のみに限られます。
I2C シリアル インターフェイス通信の詳細は、5.3「I2C
シリアル通信」を参照してください。

一般に、SCL および SDA ピンに使用するプルアップ抵
抗の値は、標準 (100 kHz) およびファースト (400 kHz)
モードでは 5 ～ 10 k、ハイスピード モード (3.4 MHz)
では 1 k 未満とします。VDD が 2.7 V 未満の場合は、
ハイスピード モードは推奨しません。

図 3-1: 等価アナログ入力回路

CPINV

RSS
VIN+,VIN-

4 pF

VT = 0.6V

VT = 0.6V
ILEAKAGE

Sampling
Switch

SS RS

CSAMPLE
(3.2 pF)

VDD

(~ ±1 nA)

Legend:
V = Signal Source ILEAKAGE = Leakage Current at Analog Pin

RSS = Source Impedance SS = Sampling Switch
VIN+, VIN- = Analog Input Pin RS = Sampling Switch Resistor

CPIN = Input Pin Capacitance CSAMPLE = Sample Capacitance
VT = Threshold Voltage D1, D2 = ESD Protection Diode

D1

D2

VSS
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4.0 デバイスの動作の説明

4.1 概要

MCP3421 は、I2C シリアル インターフェイスを備え
た低消費電力の 18 ビット 型 A/D コンバータです。
本デバイスは、電圧リファレンス (2.048 V)、プログラ
マブル ゲイン アンプ (PGA)、クロック オシレータを
内蔵しています。デバイスに電源を投入 (POR をセッ
ト ) すると、コンフィグレーション ビットが自動的に
既定値にリセットされます。

デバイスの既定値は次の通りです。

• コンバータのビット分解能 : 12 ビット (240 sps)
• PGA ゲイン設定 : 1 倍

• 連続変換 

デバイスに電源を投入後は、I2C シリアル インター
フェイスを使用していつでもコンフィグレーション
ビットを書き換える事ができます。コンフィグレー
ション ビットは揮発性メモリに格納されます。

ユーザ選択可能なオプションには次のもの
があります。

• 変換ビット分解能 : 12、14、16、18 ビット

• PGA ゲイン設定 : 1、2、4、8 倍

• 連続変換またはワンショット変換 

連続変換モードでは、デバイスは入力を連続的に変換
します。ワンショット変換モードでは、入力を 1 回変
換したら、デバイスは次の新規変換コマンドを受け取
るまで低消費電力のスタンバイ モードに移行します。
スタンバイ モード時、デバイスの消費電流は 1 µA 未
満です。

4.2 パワーオン リセット (POR)

本デバイスは、動作中に電源電圧 VDD を監視するパ
ワーオン リセット (POR) 回路を内蔵しています。こ
の回路により、システムの電源投入および電源遮断イ
ベントの発生時に、デバイスが確実に起動します。
POR 回路はヒステリシスとタイマを内蔵しており、電
源が含んでいるリップルとノイズに対して高い耐性を
備えます。過渡耐性をさらに高めるには、0.1 µF のデ
カップリング コンデンサを VDD ピンのできるだけ近
くに取り付けます。

しきい値電圧設定は、2.2 V ( 許容誤差は約 ±5 %) です。
電源電圧がこのしきい値未満となると、デバイスはリ
セット状態になります。標準的なヒステリシス幅の値
は約 200 mV です。

低消費電力スタンバイ モード中、POR 回路はシャッ
トダウンされます。電源投入イベント後、変換開始ま
でに約 300 µs が必要です。最初の変換を実行する前
に、全てのアナログ回路がこの遅延の間に安定します。
図 4-1 に、標準的な起動条件下での電源投入および電
源遮断イベントの条件を示します。

デバイスに電源を投入すると、コンフィグレーション
ビットは自動的に既定値にリセットされます。コン
フィグレーション ビットの既定値は、PGA ゲイン =
1 V/V、変換速度 = 240 SPS、変換モードは連続変換
モードです。デバイスが I2C のジェネラルコール リ
セット コマンドを受け取ると、パワーオン リセット
イベントと同様の内部リセットが実行されます。

図 4-1: POR 動作

4.3 内部電圧リファレンス 

本デバイスは、2.048 V 電圧リファレンスを内蔵して
います。この基準電圧はデバイス内でのみ使用し、直
接計測する事はできません。この基準電圧の仕様は、
本デバイスのゲインとドリフトの仕様に含まれます。
従って、内蔵の電圧リファレンス専用の仕様は別に設
けていません。

4.4 アナログ入力チャンネル

差動アナログ入力チャンネルは、スイッチト キャパシ
タ入力構造になっています。内部サンプリング コンデ
ンサ (PGA = 1 で 3.2 pF) の充放電により、変換を行い
ます。入力サンプリング コンデンサの充放電により、
各入力ピンで動的入力電流が発生します。この電流は、
差動入力電圧の関数であり、内部サンプリング コンデ
ンサの容量、サンプリング周波数、PGA 設定に反比
例します。

VDD

2.2V
2.0V

300 µS

Reset Start-up Normal Operation Reset
Time
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4.5 入力電圧レンジ

入力ピンにおける差動電圧 (VIN) とコモン モード電圧
(VINCOM) は、PGA 設定を考慮しない場合、次のように
定義されます。

入力信号レベルは、 モジュレータのフロント エン
ドで、内部プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) によ
り増幅されます。

ユーザは、入力電圧レンジについて (a) 差動入力電圧
レンジと (b) 絶対最大入力電圧レンジの 2 つの条件を
考慮する必要があります。

4.5.1 差動入力電圧レンジ

本デバイスは、内部基準電圧 (VREF = 2.048 V) を使用
して変換を行います。そのため、PGA 設定を含む差動
入力電圧 (VIN) の絶対値は、内部基準電圧未満である
必要があります。PGA 設定を含む入力電圧 (VIN) の絶
対値が内部基準電圧 (VREF = 2.048 V) を超える場合、
デバイスは飽和出力コード ( 符号ビット以外全て 0 ま
たは 1) を出力します。入力フルスケール電圧レンジ
は、次のように求めます。

式 4-1:

入力電圧レベルが上記の制限値を超える場合、ユーザ
は分圧回路を使用して入力レベルをフルスケール レ
ンジ内に下げる必要があります。入力電圧の分圧回路
の詳細は、図 6-7 を参照してください。

4.5.2 絶対最大入力電圧レンジ

各入力ピンの入力電圧は、次に示す絶対最大入力電圧
の制限内である必要があります。

• 入力電圧 < VDD+0.3 V
• 入力電圧 > VSS-0.3 V

入力電圧がこのレンジを外れると、入力 ESD 保護ダ
イオードがオンになる可能性があります。その結果、
入力リーク電流が生じ、変換エラーまたはデバイスの
恒久的な損傷を引き起こす事があります。

入力電圧レンジを設定する際は、入力電圧が絶対最大
入力電圧レンジを超えないように注意する必要があり
ます。

4.6 入力インピーダンス

本デバイスは、3.2 pF サンプリング コンデンサによる
スイッチト キャパシタ入力段を使用します。このコン
デンサのスイッチング ( 充放電 ) は、内蔵クロックで
生成されるサンプリング周波数で行われます。差動入
力インピーダンスはPGA設定で変わります。通常モー
ド時の標準的な差動入力インピーダンスは、次のよう
に求めます。

サンプリング コンデンサは変換処理中のみ入力ピン
にスイッチするため、上記の入力インピーダンスは変
換中のみ存在します。低消費電力のスタンバイ モード
では、入力ピンには上記のインピーダンスは存在しま
せん。そのため、ESD 保護ダイオードに起因するリー
ク電流のみが入力ピンに流れます。

入力ピンに外付け回路が接続されている場合、変換精
度が入力信号ソース インピーダンスの影響を受ける
事があります。ソース インピーダンスは内部インピー
ダンスに重畳し、内部サンプリング コンデンサの充電
時間に直接影響します。そのため、入力ピンに大きな
入力ソース インピーダンスを接続すると、オフセッ
ト、ゲイン、積分非直線性 (INL) 等の、システム性能
に関するエラーが大きくなります。理想的には、入力
ソース インピーダンスはゼロであるべきです。これ
は、数十Ω の閉ループ出力インピーダンスを備えたオ
ペアンプで解決できます。

4.7 エイリアシングとアンチ エイリア
シング フィルタ

サンプル レートの半分を超える周波数で経時変化す
る信号成分が入力信号に含まれていると、エイリアシ
ングが発生します。エイリアシング条件では、予期し
ない出力コードがデバイスから出力される事がありま
す。電気的ノイズが多い環境におけるアプリケーショ
ンの場合、経時変化する信号ノイズまたは高周波外乱
成分が入力信号に混入しやすく、エイリアシングの原
因となります。本デバイスは 1 次 SINC フィルタを内
蔵していますが、フィルタ応答 ( 図 2-11) は全てのエ
イリアシング信号成分を十分に減衰できない事があり
ます。通常エイリアシングを回避するには、単純な RC
ローパス フィルタによる外部アンチ エイリアシング
フィルタを使用します。ローパス フィルタは高周波ノ
イズ成分を除去し、帯域制限された信号を入力ピンに
送ります。

4.8 自己校正機能

本デバイスは、1 回の変換ごとにオフセットとゲイン
の自己校正を行います。これにより、各変換の間で温
度と電源電圧に変動が生じても、精度の高い変換結果
が得られます。

VIN VIN+ VIN-–=

VINCOM

VIN+ VIN-+

2
-------------------------------=

　

VIN = VIN+ - VIN-

VREF = 2.048V

VREF– VIN PGA  VREF 1LSB–  

ZIN(f) = 2.25 M/PGA
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4.9 デジタル出力コードおよび実数値へ
の変換

4.9.1 デバイスからのデジタル出力コード

デジタル出力コードは入力電圧とPGA設定に比例しま
す。出力データ形式は、2 進数の 2 の補数です。この
コード体系では、MSB を符号インジケータと見なす事
ができます。MSB が論理 0なら、入力は正です。MSB
が論理 1 なら、入力は負です。以下に、出力コードの
例をいくつか示します。

a. 負のフルスケール入力電圧 : 100...000
例 : (VIN+ - VIN-) • PGA = -2.048 V

b. ゼロ差動入力電圧 : 000...000
例 : (VIN+ - VIN-) = 0

c. 正のフルスケール入力電圧 : 011...111
例 : (VIN+ - VIN-) • PGA = 2.048 V

I2C シリアル データ ラインでは必ず MSB ( 符号ビッ
ト ) が最初に送信されます。各変換の分解能 (18、16、
14、12 ビットのいずれか ) は、ユーザが設定する変換
レート選択ビットで決まります。

入力電圧が最大入力レンジを超えても出力コードが
ロールオーバーする事はありません。この場合、出力
コードは (VREF - 1 LSB)/PGAを超える電圧に対しては
0111...11 に固定され、-VREF/PGA 未満の電圧に対
しては 1000...00 に固定されます。表 4-2 に、18
ビット変換モードにおける各種入力レベルに対する出
力コードの例を示します。表 4-3 に、各変換レート オ
プションごとの最小および最大出力コードの例を示し
ます。

出力コード数は、次のように求めます。

式 4-2:

データ変換の LSB は、次のように求めます。

式 4-3:

表 4-1 に、各変換レート設定の LSB のサイズを示しま
す。計測された入力電圧は、出力コードと LSB の積で
す。出力コードから入力電圧を求める方法は、次セク
ションを参照してください。

表 4-1: LSB に対する分解能

表 4-2: 18 ビットの出力コードの例
(NOTE 1、NOTE 2)

表 4-3: 最小および最大出力コード (NOTE) 

出力コード数 
 Maximum Code 1+  PGA

VIN+ VIN-– 
2.048V

-----------------------------------=

　

最大出力コードは表 4-3 参照

LSB
2 VREF

2
N

---------------------- 2 2.048V

2
N

--------------------------= =

　

N = 設定可能なビット分解能 :  
12、14、16、18

分解能設定 LSB

12 ビット 1 mV

14 ビット 250 µV

16 ビット 62.5 µV

18 ビット 15.625 µV

入力電圧 : 
[VIN+ - VIN-] • PGA デジタル出力コード

 VREF 011111111111111111

VREF - 1 LSB 011111111111111111

2 LSB 000000000000000010

1 LSB 000000000000000001

0 000000000000000000

-1 LSB 111111111111111111

-2 LSB 111111111111111110

- VREF 100000000000000000

< -VREF 100000000000000000

Note 1: MSB は符号ビット :
0: 正の入力 (VIN+ > VIN-)
1: 負の入力 (VIN+ < VIN-)

2: 出力データ形式は 2 進数の 2 の補数

分解能設定
データ
レート

最小
コード

最大
コード

12 240 SPS -2048 2047

14 60 SPS -8192 8191

16 15 SPS -32768 32767

18 3.75 SPS -131072 131071

Note: 最大 n ビット コード = 2N-1 - 1
最小 n ビット コード = -1 x 2N-1
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4.9.2 デバイス出力コードから入力信号電圧
への変換

4.9.1「デバイスからのデジタル出力コード」に記載さ
れているように、デバイスからデジタル出力コードを
受け取ったら、次にデジタル出力コードを測定入力電
圧に変換します。式 4-4 に、出力コードを対応する入
力電圧に変換する例を示します。

符号ビット (MSB)が‘0’の場合、出力コードに LSBを
掛け、それを PGA 設定で割ると入力電圧が得られま
す。

符号ビット (MSB) が ‘1’の場合、出力コードを 2 の補
数に変換してから LSB を掛け、PGA 設定で割ります。
表 4-4 に、デバイスの出力コードを入力電圧に変換す
る例を示します。

式 4-4: 出力コードから入力電圧への変換 

表 4-4: 出力コードから電圧への変換例 (18 ビット設定時 ) 

If MSB = 0 (Positive Output Code):

 If MSB = 1 (Negative Output Code):

　

LSB = 表 4-1 を参照

2 の補数 = 1 の補数 + 1

Input Voltage (Output Code)
LSB
PGA
------------=

Input Voltage (2s complement of Output Code)
LSB
PGA
------------=

入力電圧
[VIN+ - VIN-]  • PGA] デジタル出力コード

MSB
( 符号
ビット )

出力コードから入力電圧への変換例

 VREF 011111111111111111 0 (216+215+214+213+212+211+210+29+28+27+26+25+24+23+22+
21+20)x LSB(15.625V)/PGA = 2.048 (V) for PGA = 1

VREF - 1 LSB 011111111111111111 0 (216+215+214+213+212+211+210+29+28+27+26+25+24+23+22+
21+20)x LSB(15.625V)/PGA = 2.048 (V) for PGA = 1

2 LSB 000000000000000010 0 (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+21+0)x 
LSB(15.625V)/PGA = 31.25 V) for PGA = 1

1 LSB 000000000000000001 0 (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+20)x 
LSB(15.625V)/PGA = 15.625 (V)for PGA = 1

0 000000000000000000 0 (0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)x 
LSB(15.625V)/PGA = 0 V (V) for PGA = 1

-1 LSB 111111111111111111 1 -(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+20)x 
LSB(15.625V)/PGA = - 15.625 (V)for PGA = 1

-2 LSB 111111111111111110 1 -(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+21+0)x 
LSB(15.625V)/PGA = - 31.25 (V)for PGA = 1

- VREF 100000000000000000 1 -(217+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) x 
LSB(15.625V)/PGA = - 2.048 (V) for PGA = 1

 -VREF 100000000000000000 1 -(217+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) x 
LSB(15.625V)/PGA = - 2.048 (V) for PGA = 1
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5.0 MCP3421 の使用

5.1 動作モード

ユーザは、書き込みコマンド ( 図 5-2 を参照 ) を使用し
てデバイスのコンフィグレーション レジスタを設定
し、読み出しコマンド ( 図 5-3 および図 5-4 を参照 ) を
使用して変換データを読み出します。本デバイスには、
(a) 連続変換モードと (b) ワンショット変換 ( シングル
変換 ) モードの 2 つの動作モードがあります。モード
の選択は、コンフィグレーション レジスタの O/C ビッ
トの設定で行います。詳細は、5.2「コンフィグレー
ション レジスタ」を参照してください。

5.1.1 連続変換モード (O/C ビット = 1)

本デバイスは、O/C ビットが論理「1」の場合、連続変
換を行います。変換が完了すると、RDY ビットが ‘0’
となり、変換結果が出力データ レジスタに格納されま
す。その後、デバイスはただちに次の変換を開始し、
その結果を出力データ レジスタに上書きします。変換
が完了すると、デバイスはデータ レディ フラグをク
リア (RDY ビット = 0) します。最新の変換結果がマス
タ側から読み出されると、デバイスはデータ レディ フ
ラグをセット (RDY bit = 1) します。

• コンフィグレーション レジスタの書き込み :
- 連続変換モードでは RDY ビットがセットされて

も特に影響はありません。

• 変換データの読み出し :
- RDY ビット = 0 は、まだ読み出していない最新

の変換結果が出力データ レジスタに存在する事
を意味します。

- RDY ビット = 1 は、前回の読み出し時以降、変
換結果が更新されていない事を意味します。現在
は次の変換処理中であり、その変換結果が出力
データ レジスタに上書きされたら RDY ビットが
クリアされます。

5.1.2 ワンショット変換モード
(O/C ビット = 0)

ワンショット ( シングル ) 変換モードでは、デバイス
は変換を 1 回のみ実行し、出力データ レジスタを更新
して、データ レディ フラグをクリア (RDY = 0) した
後、低消費電力のスタンバイ モードに移行します。次
にもう一度書き込みコマンド(RDY = 1)を受け取ると、
ワンショット変換を実行します。

• コンフィグレーション レジスタの書き込み :
- ワンショット モードで変換を実行するには、

RDY ビットをセットします。

• 変換データの読み出し :
- RDY ビット = 0 は、まだ読み出していない最新
の変換結果が出力データ レジスタに存在する事
を意味します。

- RDY ビット = 1 は、前回の読み出し時以降、変
換結果が更新されていない事を意味します。現在
は次の変換処理中であり、変換が完了したら
RDY ビットがクリアされます。

省電力性が重視されるアプリケーションにおいて、オ
ンデマンドで変換結果が得られれば良い場合は、ワン
ショット変換モードが適しています。低消費電流のス
タンバイ モードでは、デバイスの消費電流は 1 µA 未
満 (300 nA typ.) です。例えば、ワンショット変換モー
ド、1 SPS で 18 ビットの変換データを収集する場合、
デバイスの消費電流は全体の約 1/4 です。この例では、
3 V電源、18ビット変換モードで毎秒1度の変換 (1 SPS)
を実行する場合、デバイスの消費電流は約 39 µA 
(145 µA / 3.75 SPS = 39 µA) です。
 2009 Microchip Technology Inc. DS22003E_JP - p. 15
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5.2 コンフィグレーション レジスタ

本デバイスは8ビット幅コンフィグレーション レジス
タを備えており、入力チャンネル、変換モード、変換
レート、PGA ゲインを選択できます。このレジスタに
より、デバイスの動作条件の変更とステータスの
チェックが可能です。

コンフィグレーション ビットの書き換えはデバイス
の動作中随時可能です。レジスタ 5-1 に、コンフィグ
レーション レジスタの各ビットを示します。

レジスタ 5-1: コンフィグレーション レジスタ

R/W-1 R/W-0 R/W-0 R/W-1 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

RDY C1 C0 O/C S1 S0 G1 G0

1 * 0 * 0 * 1 * 0 * 0 * 0 * 0 *

ビット 7 ビット 0

* パワーオン リセット後の既定値

凡例 :

R = 読み出し可能ビット W = 書き込み可能ビット U = 未実装ビット、‘0’ として読み出し

-n = POR の値 ‘1’ = ビットをセット ‘0’ = ビットをクリア x = ビットは未知

ビット 7 RDY: レディビット

データレディ フラグのビットです。読み出しモードでは、出力レジスタの値が最新の変換結果で更
新されたかどうかをこのビットで示します。ワンショット変換モードでこのビットを “1” にセットす
ると、新規の変換が開始します。

読み出しコマンドによる RDY ビットの読み出し :
1 = 出力レジスタは未更新
0 = 出力レジスタは最新の変換結果で更新済み

書き込みコマンドによる RDY ビットの書き込み :

連続変換モード : 影響なし 

ワンショット変換モード :
1 = 新規変換を開始
0 = 影響なし

ビット 6-5 C1-C0: MCP3421 ではこれらのビットは使用しません。

ビット 4 O/C: 変換モードビット

1 = 連続変換モード ( 既定値 ):  データ変換を連続的に実行します。
0 = ワンショット変換モード :  1 回変換を実行したら低消費電力のスタンバイ モードに移行し、次に

書き込みまたは読み出しコマンドを受け取るまでその状態を維持します。

ビット 3-2 S1-S0: サンプル レート選択ビット

00 = 240 SPS (12 ビット ) ( 既定値 )
01 = 60 SPS (14 ビット )
10 = 15 SPS (16 ビット )
11 = 3.75 SPS (18 ビット )

ビット 1-0 G1-G0: PGA ゲイン選択ビット

00 = 1 倍 ( 既定値 )
01 = 2 倍 
10 = 4 倍 
11 = 8 倍
DS22003E_JP - p. 16  2009 Microchip Technology Inc.
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データ バイトの読み出し後 (18ビット変換モードでは
5 番目のバイトの後 ) にクロックの送信を継続してコ
ンフィグレーション バイトを繰り返し読み出すと、デ
バイスに新しい変換結果があるかどうかを RDY ビッ
トの状態で知る事ができます。RDY ビットがクリアさ
れている事をマスタが認識すると、マスタは否定応答
(NAK)ビットとSTOPビットを送信して現在の読み出
し動作を終了し、新規の読み出しコマンドを送信して
最新の変換データを読み出す事ができます。変換デー
タの読み出しが完了したら、次の新しい変換結果が出
力レジスタに上書きされるまでRDYビットは‘1’とな
ります。出力レジスタの変換データは、変換が完了す
るたびに上書きされます。

図 5-3 と図 5-4 に、変換データの読み出し例を示しま
す。コンフィグレーション バイトは随時書き換え可能
です。

表 5-1 と表 5-2 に、コンフィグレーション ビットの例
を示します。

5.3 I2C シリアル通信

本デバイスは、I2C (Inter-Integrated Circuit) シリアル イ
ンターフェイスを介して、標準モード (100 kbps)、
ファースト モード (400 kbps)、ハイスピード モード
(3.4 Mbps) のいずれかでマスタ ( マイクロコントロー
ラ ) と通信します。

シリアル I2C は双方向の 2 線式データバス通信プロト
コルで、オープンドレインの SCL および SDA ライン
を使用します。

本デバイスは、スレーブ動作のみサポートします。ア
ドレス指定後、本デバイスは書き込みコマンドでのコ
ンフィグレーション ビットの受信、読み出しコマンド
での最新変換結果の送信ができます。シリアル クロッ
ク (SCL) ピンは入力のみで、シリアル データ (SDA) ピ
ンは双方向です。マスタは、START ビットを送信して
通信を開始し、STOP ビットを送信して通信を終了し
ます。読み出しモードでは、本デバイスは NAK ビッ
トと STOP ビットを受信後に SDA ラインを解放しま
す。

ハードウェア接続の例については、図 6-1 を参照して
ください。I2C バスの詳細な特性は、5.6「I2C バス特
性」を参照してください。

5.3.1 I2C デバイスのアドレス指定

START ビットの直後は常にデバイスのアドレス バイ
トです。アドレス バイトは 4 ビットのデバイス コー
ド、3 ビットのアドレス ビット、R/W ビットで構成さ
れます。MCP3421 のデバイス コードは 1101で、出
荷前に書き込まれます。デバイス コードの次のアドレ
ス ビット (A2、A1、A0 の 3 ビット ) も出荷前に書き
込まれます。3 ビットのアドレス ビットを使う事で、
1 つのデータ バス ラインに最大 8 個の MCP3421 デバ
イスを接続できます。

(R/W) ビットは、マスタ デバイスがこれから実行する
操作が変換データの読み出しなのかコンフィグレー
ション レジスタへの書き込みなのかを決定します。
(R/W) ビットがセットされている場合は読み出しモー
ドとなり、本デバイスは後続サイクルで変換データを
出力します。(R/W) ビットがクリアされている場合は
書き込みモードとなり、本デバイスは後続サイクルで
コンフィグレーション ビットを待ちます。本デバイス
は、正しいアドレス バイトを受信すると、R/W ビット
の後に ACK ビットを出力します。

図 5-1 に、アドレス バイトを示します。また、図 5-2 ～
図 5-4にコンフィグレーション レジスタ ビットへの書
き込み方法と変換結果の読み出し方法を示します。

表 5-1: コンフィグレーション ビットの
書き込み

R/W O/C RDY 動作

0 0 0 他の全てのビットに変更がない
場合何も変えず、直前の設定で
動作を続行

0 0 1 ワンショット変換を開始

0 1 0 連続変換を開始

0 1 1 連続変換を開始

表 5-2: コンフィグレーション ビットの
読み出し

R/W O/C RDY 動作

1 0 0 ワンショット変換モードによる
新規変換結果が読み出された。
RDY ビットは書き込みコマンド
でセットされるまで Low 状態を
保つ。

1 0 1 ワンショット変換モードが実行
中であり、変換結果は未更新であ
る。RDY ビットは現在の変換が
完了するまで High 状態を保つ。

1 1 0 連続変換モードによる新規変換
結果が読み出された。RDY ビッ
トは変換データの読み出し後
High 状態に遷移する。

1 1 1 連続変換モードによる変換結果
が読み出し済みである。次の新
規変換データはまだレディ状態
ではない。RDY ビットは新規の
変換が完了するまで High 状態を
保つ。

Note: VDD が 2.7 V 未満の場合は、ハイスピード
モードは推奨しません。
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図 5-1: MCP3421 のアドレス バイト

5.3.2 デバイスへのコンフィグレーション 
バイトの書き込み

マスタが送信するアドレス バイトのR/Wビットが low
(R/W = 0) の場合、MCP3421 デバイスはアドレスに続
いてコンフィグレーション バイトが送信されるのを
待ちます。この 2 つ目のバイト ( コンフィグレーショ
ン バイト ) 以降に送信されたバイトは無視されます。
ユーザは、コンフィグレーション レジスタ ビットを
書き込んでデバイスの動作モードを変更できます。

デバイスは新規コンフィグレーション設定と書き込み
コマンドを受信すると、ただちに新規変換を開始して
変換データを更新します。

図 5-2: MCP3421 への書き込みタイミング チャート

Start bit Read/Write bit

Address Byte

R/W ACK

1 1 0 1 X X X

Device Code         Address Bits (Note 1)
Address 

Acknowledge bit

Address

Note 1: ユーザ指定により出荷前に書き込みます。

指定がない場合は ‘000’ とします。

91 91

Stop Bit by

1 1 0 1 A2 A1 A0

R/W ACK by
MCP3421

RDY

C1 C0

O/C

S1 S0 G1 G0

1st Byte:
2nd Byte: 

Master 
ACK by

MCP3421

 MCP3421 Address Byte 
Configuration Byte 

Start Bit by
Master 

    with Write command

Note: – STOP ビットは、書き込み中随時発行できます。
– MCP3421 デバイスのコードは 1101です。
– ユーザから特に指定のない場合は、アドレス ビット A2- A0 = 000 として出荷前に書き込まれます。

SCL

SDA
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5.3.3 デバイスからの出力コードとコン
フィグレーション バイトの読み出し

マスタが読み出しコマンド (R/W = 1) を送信すると、
本デバイスは変換データとコンフィグレーション バ
イトを出力します。各バイトは 8 ビットと 1 ビットの
肯定応答 (ACK) ビットで構成されています。アドレス
バイト直後の ACK ビットは本デバイスが発行し、各
変換データ バイト直後の ACK ビットはマスタが発行
します。

本デバイスを 18 ビット変換モードに設定した場合、3
バイトのデータを出力した後にコンフィグレーション
バイトを出力します。第 1 データ バイトの先頭 6 ビッ
トのデータは、変換データの MSB ( 符号ビット ) が繰
り返し出力されます。すなわちユーザは、最初の 6 ビッ
トを無視して、7 番目のデータ ビット (D17) を変換
データの MSB と見なす事ができます。第 3 データ バ
イトの LSB が、変換データの LSB (D0) です。

本デバイスを 12、14、16 ビット変換モードに設定し
た場合は、2 バイトのデータを出力した後にコンフィ
グレーション バイトを出力します。16ビット変換モー
ドでは、第 1 データ バイトの MSB ( 符号ビット ) が
D15 となります。14 ビット変換モードでは、第 1 デー
タ バイトの先頭 2 ビットは変換データの MSB ( 符号
ビット ) の繰り返しであるため、これを無視して 3 番
目のビット (D13) を変換データの MSB と見なす事が
できます。12 ビット変換モードでは、先頭 4 ビットが
変換データの MSB の繰り返しであるため、無視でき
ます。第 1 データ バイトの 5 番目のビット (D11) が変
換データの MSB ( 符号ビット ) を表します。表 5-3 に、
各変換モードでの変換データ出力を示します。

出力データ バイトの後にはコンフィグレーション バ
イトが出力されます。本デバイスは、マスタがデータ
バイトの後にクロック送信を繰り返した場合のみ、コ
ンフィグレーション バイトの出力を繰り返します。

本デバイスは、出力ビット ストリーム中に否定応答
(NAK)、START ビットの繰り返し、STOP ビットの繰
り返しのいずれかを受信した場合、現在の出力を終了
します。コンフィグレーション バイトは必ずしも読み
出す必要はありません。ただし、マスタからコンフィ
グレーション バイトを読み出せば、RDY ビットの状
態をチェックできます。マスタからクロック (SCL) を
連続して送信し、コンフィグレーション バイトを繰り
返し読み出す事で、RDY ビットの状態を継続的に
チェックできます。

図 5-3 と 5-4 に、読み出しのタイミング チャートを
示します。

表 5-3: 各変換モード時の出力コード

変換
オプション

デジタル出力コード

18 ビット MMMMMMD17D16 ( 第 1 データバイト ) - D15 ～ D8 ( 第 2 データバイト ) - D7 ～ D0 ( 第 3 データバ
イト ) - コンフィグレーション バイト (Note 1)

16 ビット D15 ～ D8 ( 第 1 データバイト ) - D7 ～ D0 ( 第 2 データバイト ) - コンフィグレーション バイト 
(Note 2)

14 ビット MMD13D ～ D8 ( 第 1 データバイト ) - D7 ～ D0 ( 第 2 データバイト ) - コンフィグレーション バイト
(Note 3)

12 ビット MMMMD11 ～ D8 ( 第 1 データバイト ) - D7 ～ D0 ( 第 2 データバイト ) - コンフィグレーション バイト
(Note 4)

Note 1: D17 がデータ バイトの MSB ( 符号ビット ) で、M は MSB の繰り返しです。

2: D15 が MSB ( 符号ビット ) です。

3: D13 がデータ バイトの MSB ( 符号ビット ) で、M は MSB の繰り返しです。

4: D11 がデータ バイトの MSB ( 符号ビット ) で、M は MSB の繰り返しです。
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図 5-3: 18 ビット モードでの MCP3421 からの読み出しタイミング チャート
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図 5-4: 12 ～ 16 ビット モードでの MCP3421 からの読み出しタイミング チャート
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5.4 ジェネラルコール

本デバイスは、ジェネラルコール アドレス ( 第 1 バイ
トの 0x00) を肯定応答します。ジェネラルコール アド
レスの意味は、常に第 2 バイトで定義します。詳細は、
図 5-5 を参照してください。本デバイスは、次に説明
する 2 つのジェネラルコールをサポートします。

ジェネラルコールを含め、I2C の各種モードの詳細は、
Phillips 社の I2C 仕様書を参照してください。

5.4.1 ジェネラルコール リセット

ジェネラルコール リセットは、第 2 バイトが
‘00000110’ (06h) の場合に実行されます。本デバイス
は、このバイトの肯定応答時に現在の変換を中止し、
パワーオン リセット (POR) と同様の内部リセットを
行います。全てのコンフィグレーション レジスタ ビッ
トとデータ レジスタ ビットは既定値にリセットされ
ます。

5.4.2 ジェネラルコール変換

ジェネラルコール変換は、第 2 バイトが ‘00001000’
(08h) の場合に実行されます。バスに接続された全て
のデバイスが同時に変換を開始します。本デバイスが
このコマンドを受信すると、コンフィグレーションが
ワンショット変換モードに設定され、1 回のみ変換が
実行されます。このジェネラルコールでは、PGA と
データ レートの設定は変更されません。

図 5-5: ジェネラルコール アドレスの
フォーマット

5.5 ハイスピード (HS) モード

I2C 仕様では、ハイスピード モード対応デバイスをハ
イスピード モードで動作させるには、デバイスの「有
効化」が必要です。これは、START ビットに続いて特
殊なアドレス「00001XXX」を送信する事で行います。
「XXX」はハイスピード (HS) モードの各マスタに固有
のビットです。このバイトを High-Speed (HS) Master
Mode Code (HSMMC) と呼びます。MCP3421 デバイ
スはこのバイトを肯定応答しません。ただし、このコー
ドを受信すると、デバイスは自身の HS モード フィル
タを ON にして、SDA および SCL バス ライン上で最
大 3.4 MHz で通信を行います。デバイスは次の STOP
条件で HS モードを終了します。

HS モードを含む I2C の各種モードの詳細は、Phillips
社の I2C 仕様書を参照してください。

5.6 I2C バス特性

I2C 仕様は、次のバス プロトコルを定義しています。

• データ転送は、バスがビジー状態でない時にのみ開
始できる。

• データ転送中、クロック ラインが HIGH の時は、
データ ラインは常に安定状態でなければならない。
クロック ラインが HIGH の時にデータ ラインが変
化すると、START 条件または STOP 条件として解
釈される。

これに応じて、次のバス条件が定義されています
( 図 5-6 を参照 )。

5.6.1 BUS NOT BUSY (A)

データ ラインとクロック ラインが両方とも HIGH の
状態です。

5.6.2 START DATA TRANSFER (B)

クロック (SCL) が HIGH の時に SDA ラインが HIGH か
ら LOW に遷移すると、START 条件となります。全コ
マンドに START 条件が先行する必要があります。

5.6.3 STOP DATA TRANSFER (C)

クロック (SCL)がHIGHの時に SDAラインが LOW か
ら HIGH に遷移すると、STOP 条件となります。全て
の動作は STOP 条件で終了できます。

5.6.4 DATA VALID (D)

START 条件の後、クロック信号が HIGH の期間中デー
タ ラインが安定していれば、データが有効である事を
表します。

ラインのデータ変更は、クロック信号が LOW の間に
行う必要があります。1ビットのデータにつき1クロッ
ク パルスです。

データ転送は、毎回 START 条件で開始して STOP 条
件で終了します。

LSB

First Byte ACK

X0 0 0 0 0 0 0 0 A AX X X X X X X

(General Call Address)
Second Byte

Note: I2C仕様では、第2バイトに“00000000”
(00h) を使用できません。

SS

START

ACK

STOP
DS22003E_JP - p. 22  2009 Microchip Technology Inc.



MCP3421
5.6.5 肯定応答と否定応答

マスタ(マイクロコントローラ)とスレーブ(MCP3421)
は、1 バイトごとに肯定応答 (ACK) パルスを使ってハ
ンドシェイクを行いながら通信します。ACK には、各
バイトの 9 番目のクロック パルスを使用します。ク
ロック パルスは常にマスタ ( マイクロコントローラ )
が送信し、ACK はバイトの受信側デバイスが発行しま
す ( 注意 : 送信側デバイスは ACK パルスの間 SDA ラ
インを解放する必要があります )。肯定応答は、9 番目
のクロック パルスの間に、受信側デバイスが SDA ラ
インを「LOW」にプルダウンする事で行います。

読み出し時、最後のバイトで ACK ビットを返さなけ
れば否定応答 (NAK) となり、マスタ ( マイクロコント
ローラ ) は現在の読み出し動作を終了できます。この
場合、MCP3421 デバイスは SDA ラインを解放し、マ
スタ ( マイクロコントローラ ) は STOP 条件または繰
り返しの START 条件を生成できるようにします。

否定応答 (NAK) は、9 番目のクロック パルスの間に
SDA ラインを「HIGH」にする事で発行します。

図 5-6: I2C シリアル バスのデータ転送シーケンス

SCL

SDA

(A) (B) (D) (D) (A)(C)

START
CONDITION

ADDRESS OR
ACKNOWLEDGE

VALID

DATA
ALLOWED

TO CHANGE

STOP
CONDITION
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表 5-4: I2C シリアル通信のタイミング仕様

電気的仕様 : 特に明記がない限り、全ての限界値には条件 TA = -40 ～ +85 °C、VIN+ = VIN- = VREF/2、VSS = 0 V、
VDD = +2.7 ～ +5.0 V を適用します。

パラメータ 記号 最小値 代表値 最大値 単位 条件

標準モード (100 kHz)

クロック周波数 fSCL — — 100 kHz

クロック High 時間 THIGH 4000 — — ns

クロック Low 時間 TLOW 4700 — — ns

SDA および SCL 立ち上がり
時間

TR — — 1000 ns VIL → VIH (Note 1)

SDA および SCL 立ち下がり
時間

TF — — 300 ns VIH → VIL (Note 1)

START 条件ホールド時間 THD:STA 4000 — — ns

START ( 繰り返し ) 条件
セットアップ時間

TSU:STA 4700 — — ns

データ ホールド時間 THD:DAT 0 — 3450 ns (Note 3)

データ入力セットアップ
時間

TSU:DAT 250 — — ns

STOP条件セットアップ時間 TSU:STO 4000 — — ns

出力確定時間 TAA 0 — 3750 ns (Note 2、Note 3)

バスフリー時間 TBUF 4700 — — ns START 条件と STOP 条件の
間の時間

ファーストモード (400 kHz)

クロック周波数 TSCL — — 400 kHz

クロック High 時間 THIGH 600 — — ns

クロック Low 時間 TLOW 1300 — — ns

SDA および SCL 立ち上がり
時間

TR 20 + 0.1Cb — 300 ns VIL → VIH (Note 1)

SDA および SCL 立ち下がり
時間

TF 20 + 0.1Cb — 300 ns VIH → VIL (Note 1)

START 条件ホールド時間 THD:STA 600 — — ns

START ( 繰り返し ) 条件
セットアップ時間

TSU:STA 600 — — ns

データ ホールド時間 THD:DAT 0 — 900 ns (Note 4)

データ入力セットアップ
時間

TSU:DAT 100 — — ns

STOP条件セットアップ時間 TSU:STO 600 — — ns

出力確定時間 TAA 0 — 1200 ns (Note 2、Note 3)

バスフリー時間 TBUF 1300 — — ns START 条件と STOP 条件の
間の時間

Note 1: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。

2: この仕様は I2C 仕様書には含まれていません。この仕様は、データ ホールド タイム (THD:DAT) と SDA の
立ち下がり ( または立ち上がり ) 時間の合計、すなわち TAA = THD:DAT + TF ( または TR) です。

3: このパラメータが短すぎると、同じバスラインに接続されている他のデバイスに対して意図しない
START 条件または STOP 条件が生成される事があります。このパラメータが長すぎると、「Clock Low 
time」(TLOW) が影響を受ける可能性があります。

4: データ入力の場合 : このパラメータは tSP より長くなければなりません。このパラメータが長すぎると、
「Data Input Setup」(TSU:DAT) または「Clock Low time」(TLOW) が影響を受ける可能性があります。
データ出力の場合 : このパラメータは特性評価済みであり、TAA パラメータをテストする事により間接的
にテストされています。
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ハイスピード モード (3.4 MHz): VDD < 2.7 V の場合は非推奨

クロック周波数 fSCL — — 3.4 MHz Cb = 100 pF

— — 1.7 MHz Cb = 400 pF

クロック High 時間 THIGH 60 — — ns Cb = 100 pF、fSCL = 3.4 MHz

120 — — ns Cb = 400 pF、fSCL = 1.7 MHz

クロック Low 時間 TLOW 160 — — ns Cb = 100 pF、fSCL = 3.4 MHz

320 — — ns Cb = 400 pF、fSCL = 1.7 MHz

SCL 立ち上がり時間
(Note 1)

TR — — 40 ns VIL → VIH、Cb = 100 pF、
fSCL = 3.4 MHz

— — 80 ns VIL → VIH、Cb = 400 pF、
fSCL = 1.7 MHz

SCL 立ち下り時間
(Note 1)

TF — — 40 ns VIH → VIL、Cb = 100 pF、
fSCL = 3.4 MHz

— — 80 ns VIH → VIL、Cb = 400 pF、
fSCL = 1.7 MHz

SDA 立ち上がり時間
(Note 1)

TR: DAT — — 80 ns VIL → VIH、Cb = 100 pF、
fSCL = 3.4 MHz

— — 160 ns VIL → VIH、Cb = 400 pF、
fSCL = 1.7 MHz

SDA 立ち下り時間
(Note 1)

TF: DATA — — 80 ns VIH → VIL、Cb = 100 pF、
fSCL = 3.4 MHz

— — 160 ns VIH → VIL、Cb = 400 pF、
fSCL = 1.7 MHz

データホールド時間
(Note 4)

THD:DAT 0 — 70 ns Cb = 100 pF、fSCL = 3.4 MHz

0 — 150 ns Cb = 400 pF、fSCL = 1.7 MHz

出力確定時間
(Notes 2、3)

TAA — — 150 ns Cb = 100 pF、fSCL = 3.4 MHz

— — 310 ns Cb = 400 pF、fSCL = 1.7 MHz

START 条件ホールド時間 THD:STA 160 — — ns

START ( 繰り返し ) 条件
セットアップ時間

TSU:STA 160 — — ns

データ入力セットアップ
時間

TSU:DAT 10 — — ns

STOP条件セットアップ時間 TSU:STO 160 — — ns

表 5-4: I2C シリアル通信のタイミング仕様 ( 続き )

電気的仕様 : 特に明記がない限り、全ての限界値には条件 TA = -40 ～ +85 °C、VIN+ = VIN- = VREF/2、VSS = 0 V、
VDD = +2.7 ～ +5.0 V を適用します。

パラメータ 記号 最小値 代表値 最大値 単位 条件

Note 1: このパラメータは特性評価の結果であり、完全に試験で確認した値ではありません。

2: この仕様は I2C 仕様書には含まれていません。この仕様は、データ ホールド タイム (THD:DAT) と SDA の
立ち下がり ( または立ち上がり ) 時間の合計、すなわち TAA = THD:DAT + TF ( または TR) です。

3: このパラメータが短すぎると、同じバスラインに接続されている他のデバイスに対して意図しない
START 条件または STOP 条件が生成される事があります。このパラメータが長すぎると、「Clock Low 
time」(TLOW) が影響を受ける可能性があります。

4: データ入力の場合 : このパラメータは tSP より長くなければなりません。このパラメータが長すぎると、
「Data Input Setup」(TSU:DAT) または「Clock Low time」(TLOW) が影響を受ける可能性があります。
データ出力の場合 : このパラメータは特性評価済みであり、TAA パラメータをテストする事により間接的
にテストされています。
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図 5-7: I2C バスのタイミング データ
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6.0 基本的なアプリケーション構成

MCP3421 は、各種の高精度 A/D コンバータ アプリ
ケーションに使用できます。本デバイスは非常に簡単
な接続でアプリケーション回路に組み込む事ができま
す。以下のセクションでは、デバイス接続とアプリケー
ションの例について説明します。

6.1 アプリケーション回路への接続

6.1.1 VDD ピンのバイパス コンデンサ

正確な計測を行うには、アプリケーション回路にク
リーンな電源電圧が必要であり、MCP3421 デバイスか
らノイズ信号を遮断する必要があります。図 6-1 に、
MCP3421 の VDD ラインに 2 つのバイパス コンデンサ
(10 µF タンタル コンデンサと 0.1 µF セラミック コン
デンサ ) を使用する例を示します。これらのコンデン
サは、VDD ラインの高周波ノイズを除去する他、デバ
イスが必要とする時に更なる電流を瞬間的に供給しま
す。これらのコンデンサは、できるだけ VDD ピンの近
く ( ≦ 1 inch) に取り付けます。アプリケーション回路
の電源がデジタル電源とアナログ電源に分離されてい
る場合、MCP3421 デバイスの VDD と VSS はアナログ
プレーンに配置します。

6.1.2 プルアップ抵抗を使用した I2C バス
への接続

MCP3421 の SCL および SDA ピンは、オープンドレ
イン構成です。図 6-1 で示すように、これらのピンに
はプルアップ抵抗が必要です。これらプルアップ抵抗
の値は、動作速度と I2C バス ラインの負荷容量によっ
て異なります。プルアップ抵抗の値が大きいほど消費
電力は小さくなりますが、バス上の信号遷移時間は長
く (RC 時定数が大きく ) なります。そのため、バスの
動作速度が制限される場合があります。一方、プルアッ
プ抵抗の値が小さいほど消費電力は大きくなります
が、動作速度を高める事ができます。バスラインが長
い場合やバスに多くのデバイスを接続している場合
等、バスラインの容量が大きい場合は、大きい RC 時
定数を相殺するためにプルアップ抵抗の値を小さくす
る必要があります。通常、標準モードとファースト
モードではプルアップ抵抗の値は 5 ～ 10 kの範囲で
選択します。

図 6-1: 代表的な接続例

最大バス容量 400 pF の範囲内であれば、バスに接続
できるデバイスの数に制限はありません。バス負荷容
量はバスの動作速度に影響します。図 6-2 に、複数デ
バイスの接続例を示します。

図 6-2: I2C バスへの複数デバイスの接続例

VIN+ VIN-

VDDVSS

1

2
3 4

5

6

SCL SDL Rp

Input Signals VDD VDD

TO MCU
(MASTER)

RP はプルアップ抵抗 :

5 k - 10 k for fSCL = 100 kHz to 400 kHz

C1: 0.1 µF, Ceramic capacitor

C2: 10 µF, Tantalum capacitor

Rp
C1 C2

MCP3421

SDA SCL

Microcontroller

Temperature 

(PIC16F876)

MCP4725

Sensor
(MCP9804)

MCP3421
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6.1.3 デバイスの通信テスト

マスタ (MCU) と MCP3421 の通信テストは、読み出し
コマンドまたは書き込みコマンドを送信した後に
MCP3421 から肯定応答が返ってくるかどうかを
チェックするだけで簡単に行えます。以下、図 6-3 を
例にとって説明します。

a) アドレス バイトの R/W ビットを「LOW」
にセットする。

b) アドレス バイトを送信後、ACK パルスを
チェックする。

デバイスが肯定応答すれば (ACK = 0) デバイス

は接続されており、そうでなければ接続されて

いない。

c) STOP ビットを送信する。

図 6-3: I2C バスの通信テスト

6.1.4 差動およびシングルエンド構成

図 6-4 に、差動入力とシングルエンド入力の代表的な
接続例を示します。差動入力信号は VIN+ と VIN- 入力
ピンに接続します。シングルエンド入力の場合、入力
信号はいずれか一方の入力ピンに印加し ( 通常は VIN+
ピンに接続 )、もう一方の入力ピン ( 通常は VIN- ピン )
はグランドに接続します。全てのデバイス特性はシン
グルエンド構成に適用されますが、シングルエンドで
は入力が正のハーフ スケールのみで有効であるため、
分解能が 1 ビット分低下します。詳細は、4.9「デジタ
ル出力コードおよび実数値への変換」を参照してくだ
さい。

図 6-4: 差動入力とシングルエンド入力の
接続
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6.2 アプリケーション例

6.2.1 電圧計測

MCP3421 デバイスは、センサおよびデータ収集アプ
リケーションで幅広く使用できます。

図 6-5 に、バッテリ電圧を計測する回路の例を示しま
す。入力電圧が内部基準電圧 (VREF = 2.048 V) よりも
大きい場合、出力コードが飽和するのを防ぐために分
圧回路が必要です。この例では、R1 と R2 で分圧回路
を形成しています。R1 と R2 は、VIN を内部基準電圧
(VREF = 2.048 V) 未満に抑えるように設計されていま
す。

入力電圧レンジが内部基準電圧よりはるかに小さい場
合は入力ピンに分圧回路は不要で、内部 PGA のゲイン
を最大 8 まで設定して使用する事ができます。

入力信号に分圧回路または内部PGAを使用した場合、
出力コードを実際の入力電圧に変換する際にはこれら
の要素も考慮に入れる必要があります。

MCP342X デバイス ファミリを使用した入力電圧およ
び電流の計測について、詳しくはマイクロチップ社の
アプリケーション ノート AN1156 を参照してくださ
い。この文書には、MCU のファームウェアについて
も詳しく記載されています。

図 6-5: バッテリ電圧の計測

6.2.2 電流計測

図 6-6 に、電流計測の回路例を示します。電流計測で
は、本デバイスが電流センサの両端にかかる電圧を計
測し、その値を電流センサの既知の抵抗値で割って電
流を求めます。センサ前後の電圧低下は損失です。そ
のため、通常電流計測では抵抗値の小さい電流センサ
を使用します。このトレードオフとして ADC デバイ
スには高い分解能が求められます。マイクロチップ社
の高精度 MCP342x デバイスは抵抗値の小さい電流セ
ンサを使用した電流計測に適しています。これらデバ
イスは、分解能 18 ビット、PGA = 8 の設定で入力電
圧を 2 µV という低いレンジ ( または、電流の場合は～
µA のレンジ ) まで計測できます。出力コードの MSB
( 符号ビット ) は、電流の方向を示します。

図 6-6: バッテリ電流の計測

Output Code LSB
R1 R2+

R2
------------------- 1

PGA
-----------=

R1

Battery

R1 and R2 = Voltage Divider

VIN

R2
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------------------- VBAT=

(V)

To Load

VIN+

VIN-

VDD

Input Voltage Calculation from Output Code:

R2

Measured Analog Input Voltage 

VBAT

MCP3421

Battery
(V)

To Load

VIN-

VDD

VIN+

Current Sensor
Discharging Current

Charging 
Current

Current Calculation from Output Code:

Current
Output Code LSB

R Sensor 
--------------------------------------------------- 1

PGA
------------ A =
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6.2.3 圧力計測

図 6-7 に、NPP301 (GE NovaSensor 社製 ) を用いた
圧力計測の例を示します。内蔵 PGA を利用できるた
め、外付けの信号コンディショニング回路は必要あり
ません。圧力センサの出力は 20 mV/V です。この場
合、5 V ( センサ励起電圧 ) の VDD に対してフルスケー
ル出力は 100 mV になります。式 6-1 に、NPP301 の
フルスケール出力に対する出力コード数の算出例を示
します。

図 6-7: 圧力計測の例

式 6-1: NPP301 圧力センサの予測出力
コード数

6.2.4 信号コンディショニングを使用した
ホイートストン ブリッジ タイプの
センサ

ホイートストン ブリッジは、センサ アプリケーショ
ンで最も一般的な構成の 1 つです。代表的なアプリ
ケーション例として、ひずみゲージや圧力センサがあ
ります。センサ出力信号が小さく、コモンモード ノイ
ズが大きい場合、センサと MCP3421 の間に信号コン
ディショニング回路が必要です。図 6-8 と図 6-9 に
MCP6V01 ( 高精度オートゼロ オペアンプ ) を使用し
たセンサ信号コンディショニングの例を示します。
図 6-8 に示したインターフェイス回路はセンサと
MCP3421 の間に最小限の部品しか使用していません
が、対称ではないため、ADC 入力はシングルエンドと
なります。一方、図 6-9 に示した回路は対称で差動出
力が得られますが、必要な部品の数は多くなります。

図 6-8: 非対称回路によるシンプルな信号
コンディショニング設計

図 6-9: 対称回路による高性能信号コンディ
ショニング設計
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6.2.5 温度計測 

図 6-10 に、熱電対センサと MCP9800 シリコン温度セ
ンサを使用した温度計測の例を示します。MCP9800
は、-55 ～ 125 °C の温度レンジを 1 °C の精度で検出
できる高精度温度センサです。

Kタイプ熱電対センサは、冷接点の温度 (基準温度TCJ)
を基準とした熱接点の温度 (THJ) を検出します。熱接
点と冷接点の温度差が電圧V1によって表されます。そ
してこの電圧をMCP3421によってデジタル コードに
変換します。この回路では、MCP9800 を冷接点の補
償に使用しています。MCU は熱接点と冷接点の温度
差を計算します。この温度差は、熱接点の温度 (THJ)
に比例します。

Kタイプ熱電対は0～1250 °Cの温度を計測できます。
Kタイプ熱電対のフルスケール出力レンジは、約 50 mV
です。これにより、計測分解能は 40 µV/°C (= 50 mV/
1250 °C) となります。式 6-2 に、18 ビット、PGA ＝ 8
に設定した MCP3421 デバイスを使用した場合に検出
可能な熱電対センサ信号レベルを示します。この構成
では、約 2 µV という低い入力信号レベルまで検出で
きます。この入力信号レベルを内部 PGA で 8 倍に増
幅します。熱電対からの 40 µV/°C の入力を内部で
320 µV/°C に増幅してから変換を実行します。この結
果、1 °C あたりの出力コード数は 20.48 個となります。
すなわち、これは、1 °C の温度変化に対して、LSB 出
力コードは約 20 個 ( 約 4.32 ビット ) である事を意味
します。

式 6-2: 検出可能な熱電対センサ信号レベル   

図 6-10: 温度計測の例

式 6-3 に、K タイプ熱電対の出力における、各種 PGA
ゲイン設定での予測出力コード数を示します。

式 6-3: K タイプ熱電対における予測出力
コード数

Input Signal Level after gain of 8:

　

1 LSB = 15.625 µV (18 ビットのコンフィグ
レーション )
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1.953125V for PGA 8==
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------------------------- 20.48 Codes/C= =
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------------------------
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 Expected

Number of Output Code = 

1 LSB = 15.625 µV (18 ビットのコンフィグ
レーション )

= 11.6 bits for PGA = 1

= 12.6 bits for PGA = 2

= 13.6 bits for PGA = 4

= 14.6 bits for PGA = 8
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7.0 開発ツール サポート

7.1 MCP3421 評価用ボード

マイクロチップ社は、MCP3421 評価用ボードをご提
供しています。この評価用ボードは、PICkit™ シリア
ル アナライザと一緒に使う事ができます。ユーザは、
任意のセンシング電圧をボードの入力テストパッドに
接続するだけで、使いやすい PICkit™ シリアル アナラ
イザを使用して変換コードを読み出す事ができます。
この 製品 の機 能詳 細と 販売 に関 する 情報 は、
www.microchip.com を参照してください。

図 7-1: MCP3421 評価用ボード

図 7-2: MCP3421 評価用ボードと PICkit™
シリアル アナライザの接続

 

Sensor Input
Connection
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図 7-3: PICkit™ シリアル ユーザ インターフェイスの例
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8.0 パッケージ情報

8.1 パッケージのマーキング情報

凡例 : XX...X お客様固有情報
Y 年コード ( 西暦の下 1 桁 )
YY 年コード ( 西暦の下 2 桁 )
WW 週コード (1 月の第 1 週が「01」)
NNN 英数字のトレーサビリティ コード
  つや消し錫 (Sn) の使用を示す鉛フリーの JEDEC マーク
* 本パッケージは鉛フリーです。鉛フリー JEDC マーク (      ) は

外箱に表記しています。

Note: マイクロチップ社の製品番号が 1行に収まりきらない場合は複数行を使用します。
この場合お客様固有情報に使用できる文字数が制限されます。

3e

3e

1

6-Lead SOT-23

XXNN

Example

1

CA25

パーツ番号
アドレス 
オプション

コード

MCP3421A0T-E/CH A0 (000) CANN

MCP3421A1T-E/CH A1 (001) CBNN

MCP3421A2T-E/CH A2 (010) CCNN

MCP3421A3T-E/CH A3 (011) CDNN

MCP3421A4T-E/CH A4 (100) CENN

MCP3421A5T-E/CH A5 (101) CFNN

MCP3421A6T-E/CH A6 (110) CGNN

MCP3421A7T-E/CH A7 (111) CHNN
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6 ピン プラスチック スモール アウトライン トランジスタ (CH) [SOT-23]

Notes:

1. D と E1 の寸法はモールドのはみ出しや突出部を含みません。モールドのはみ出しや突出部は側面から 0.127 mm を超えません。

2. 寸法と公差は ASME Y14.5M に準拠しています。

BSC: 基本寸法、理論的に正確な値、公差なしで表示

Microchip Technology Drawing C04-028B

Note: 最新のパッケージ図面は、弊社ウェブサイト (http://www.microchip.com/packaging) で『Microchip 
Packaging Specification』を参照してください。　

単位 ミリメータ

寸法限界 最小 公称 最大

ピン数 N 6

ピッチ e 0.95 BSC

外側ピンのピッチ e1 1.90 BSC

全高 A 0.90 – 1.45

モールド パッケージ厚 A2 0.89 – 1.30

スタンドオフ A1 0.00 – 0.15

全幅 E 2.20 – 3.20

モールド パッケージ幅 E1 1.30 – 1.80

全長 D 2.70 – 3.10

足長 L 0.10 – 0.60

フットプリント L1 0.35 – 0.80

足角  0° – 30°

リード厚 c 0.08 – 0.26

リード幅 b 0.20 – 0.51

b

E

4N

E1

PIN 1 ID BY
LASER MARK

D

1 2 3

e

e1

A

A1

A2 c

L
L1

φ
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補遺 A: 改訂履歴

リビジョン E (2009 年 8 月 )

変更内容の一覧

1. 4.1「概要」を更新しました。

2. 4.5「入力電圧レンジ」を加筆しました。

3. 4.9「デジタル出力コードおよび実数値への変換」
に記載の情報を整理しました。

4. 5.0「MCP3421 の使用」の表 5-4 の情報を更新し
ました。

5. 6.0「基本的なアプリケーション構成」を更新しま
した。

6. 7.0「開発ツール サポート」を加筆しました。

7. 8.0「パッケージ情報」の図面を更新しました。

リビジョン D (2007 年 11 月 )

変更内容の一覧

1. 「1.0 電気的仕様」でゲイン エラー ドリフトの Typ
値を 5 から 15 に、Max 値を 40 から — に変更しま
した。

リビジョン C (2007 年 10 月 )

変更内容の一覧

1. 図 5-4 で「O/C」の表記を「O/C」に変更しました。

2. パッケージのアウトライン図面を更新しました。

3. 改訂履歴を更新しました。

リビジョン B (2006 年 12 月 )

変更内容の一覧

1. 電気的特性の表を変更しました。

2. 特性データを追加しました。

3. I2C シリアルのタイミング仕様の表を変更しまし
た。

4. 図 5-7 を変更しました。

5. パッケージのアウトライン図面を更新しました。

リビジョン A (2006 年 8 月 )

• 本書の初版
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製品識別システム

ご注文または製品の価格や納期に関するお問い合わせは、弊社または販売代理店までお問い合わせください。

例 :

a) MCP3421A0T-E/CH: テープ＆リール、
シングル チャンネル
A/D コンバータ、
SOT-23-6 パッケージ、
アドレス オプション = 
A0

PART NO. XXX

Address Temperature
Range

Device

/XX

Package
Options

X

Tape and
Reel

  

Device: MCP3421: Single Channel A/D Converter

Address Options: XX A2 A1 A0

A0 * = 0 0 0

A1 = 0 0 1

A2 = 0 1 0

A3 = 0 1 1

A4 = 1 0 0

A5 = 1 0 1

A6 = 1 1 0

A7 = 1 1 1

* Default option. Contact Microchip factory for other 
address options

Tape and Reel: T = Tape and Reel

Temperature Range: E = -40 °C to +125 °C

Package: CH = Plastic Small Outline Transistor (SOT-23-6),
6-lead
 2009 Microchip Technology Inc. DS22003E_JP - p. 39
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マイクロチップ社製デバイスのコード保護機能に関して次の点にご注意ください。

• マイクロチップ社製品は、該当するマイクロチップ社データシートに記載の仕様を満たしています。

• マイクロチップ社では、通常の条件ならびに仕様に従って使用した場合、マイクロチップ社製品のセキュリティ レベルは、現

在市場に流通している同種製品の中でも最も高度であると考えています。

• しかし、コード保護機能を解除するための不正かつ違法な方法が存在する事もまた事実です。 弊社の理解では、こうした手法

はマイクロチップ社データシートにある動作仕様書以外の方法でマイクロチップ社製品を使用する事になります。このような

行為は知的所有権の侵害に該当する可能性が非常に高いと言えます。

• マイクロチップ社は、コードの保全性に懸念を抱くお客様と連携し、対応策に取り組んでいきます。

• マイクロチップ社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。コー

ド保護機能とは、マイクロチップ社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。

コード保護機能は常に進歩しています。 マイクロチップ社では、常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます。 マイクロ

チップ社のコード保護機能の侵害は、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。 そのような行為によってソフトウェアまたはそ

の他の著作物に不正なアクセスを受けた場合は、デジタルミレニアム著作権法の定めるところにより損害賠償訴訟を起こす権利が

あります。
本書に記載されているデバイス アプリケーション等に関す

る情報は、ユーザの便宜のためにのみ提供されているもので

あり、更新によって無効とされる事があります。お客様のア

プリケーションが仕様を満たす事を保証する責任は、お客様

にあります。マイクロチップ社は、明示的、暗黙的、書面、

口頭、法定のいずれであるかを問わず、本書に記載されてい

る情報に関して、状態、品質、性能、商品性、特定目的への

適合性をはじめとする、いかなる類の表明も保証も行いませ

ん。マイクロチップ社は、本書の情報およびその使用に起因

する一切の責任を否認します。マイクロチップ社の明示的な

書面による承認なしに、生命維持装置あるいは生命安全用途

にマイクロチップ社の製品を使用する事は全て購入者のリス

クとし、また購入者はこれによって発生したあらゆる損害、

クレーム、訴訟、費用に関して、マイクロチップ社は擁護さ

れ、免責され、損害をうけない事に同意するものとします。

暗黙的あるいは明示的を問わず、マイクロチップ社が知的財

産権を保有しているライセンスは一切譲渡されません。
 2009 Microchip Technology Inc.
商標

マイクロチップ社の名称と Microchip ロゴ、dsPIC、

KEELOQ、KEELOQ ロゴ、MPLAB、PIC、PICmicro、
PICSTART、rfPIC、UNI/O は、米国およびその他の国にお

けるマイクロチップ・テクノロジー社の登録商標です。

FilterLab、Hampshire、HI-TECH C、Linear Active 
Thermistor、MXDEV、MXLAB、SEEVAL、Embedded 
Control Solutions Company は、米国におけるマイクロチッ

プ・テクノロジー社の登録商標です。
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てカリフォルニア州とインドのデザイン センターが ISO/TS-16949:
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